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上海天衍禾律师事务所 

关于安徽安芯电子科技股份有限公司 

首次公开发行股票并在科创板上市之 

补充法律意见书（三） 

天律意 2022 第 00740 号 

致：安徽安芯电子科技股份有限公司 

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《科创板上市规则》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海天衍禾律师事务所接受安徽安芯

电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“安芯电子”或“公司”）的

委托，担任公司首次公开发行股票并在科创板上市专项法律顾问，并指派汪大

联、姜利、张文苑律师作为公司本次发行上市工作的经办律师参与安芯电子本

次发行上市工作。 

本所律师已就安芯电子本次发行上市出具了《关于安徽安芯电子科技股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之律师工作报告》（以下简称

“《律师工作报告》”）、《关于安徽安芯电子科技股份有限公司首次公开发

行股票并在科创板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、

《关于安徽安芯电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法

律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书》（一）”）及《关于安徽

安芯电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之法律意见书

（二）》（以下简称“《补充法律意见书》（二）”）（以下统称“《原法律

意见书》及《律师工作报告》”），现根据上海证券交易所《关于安徽安芯电

子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询

函》（上证科审（审核）[2022]163 号，以下简称“《审核问询函》”）的要

求，出具本补充法律意见书。 

除本补充法律意见书所作的补充或修改外，本所律师此前已出具的《原法
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律意见书》及《律师工作报告》的内容仍然有效。凡经本所律师核查，发行人

的相关情况与《原法律意见书》及《律师工作报告》披露的情况相同且本所律

师的核查意见无补充或修改的，本补充法律意见书不再重复发表意见。 

本补充法律意见书中所涉及到的简称含义除特别声明外，其余简称含义与

本所已出具的《原法律意见书》及《律师工作报告》中的含义一致。 

为出具本补充法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 

1、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出

具之日以前安芯电子已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了

勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所

认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

2、本所律师同意将本补充法律意见书作为安芯电子本次公开发行股票并在

科创板上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法

律责任。 

3、本所律师同意安芯电子部分或全部在招股说明书中自行引用或按上交所

审核要求引用本补充法律意见书的内容，但安芯电子作上述引用时，不得因引

用而导致法律上的歧义或曲解。 

4、对于本补充法律意见书所涉及的财务、审计和资产评估等非法律专业事

项，本所律师主要依赖于审计机构和资产评估机构出具的证明文件发表法律意

见。本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、报告中某些数据和结论的引

述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示

的保证。 

5、本补充法律意见书仅供安芯电子为本次公开发行股票并在科创板上市之

目的使用，不得用作其他任何目的。 

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业
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务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对因出具本补充法律意见书而需要提供或

披露的资料、文件以及有关事实所涉及的法律问题进行了核查和验证，现出具

补充法律意见如下： 

问题 2.关于专利纠纷 

根据首轮问询回复及投诉举报：（1）杰利半导体已向法院提起诉讼，主

张汪良恩系 2014 年 1 月自杰利半导体离职，请求法院确认发行人

ZL201310530282.1 号（“涉案专利 1”）、芯旭半导体 ZL201410822269.8 号

（“涉案专利 2”）专利的专利权归杰利半导体所有；（2）涉案专利 1 因受限

于行业内针对圆形芯片的切割工艺尚不成熟，发行人尚未使用该项专利技术形

成产品和收入。涉案专利 2 仅对应发行人 19 项核心技术之一，亦可采用其他

替代方案达到该专利的预期目的，报告期内发行人运用该专利生产的产品收入

占主营收入的 0.89%。上述涉案专利与汪良恩在杰利半导体处的工作内容无相

关性，涉案专利均不属于杰利半导体的职务发明，专利权属于发行人。 

请发行人披露：上述诉讼的最新进展。 

请发行人说明：（1）涉诉产品范围的确定依据是否准确、客观，其他产

品及在研技术与涉案专利是否相同或相似，是否可能应用涉案专利技术；

（2）公司涉诉技术的研发过程，包括研发时间、参与人员、技术保护措施，

是否为原始创新或集成了其他竞争对手的技术进行二次创新；（3）结合汪良

恩入职发行人的时间、入职发行人前后的工作职责、工作内容及相关司法解

释、权威裁判指南、指导性案例等，进一步说明认定涉案专利不属于职务发明

的依据是否充分；（4）结合替代方案的具体情况，说明替代产品在功能上是

否能够完全替代现有产品，是否在此基础上形成，是否存在潜在侵权风险，是

否支持发行人关于替代涉诉专利的判断；（5）测算发行人因败诉可能承担的

赔偿金额，并进一步分析涉诉及潜在涉诉专利纠纷是否涉及发行人的底层核心

技术，对发行人财务状况、生产经营、业务发展、核心技术等是否构成重大不

利影响。 

请保荐机构、发行人律师结合《科创板首次公开发行股票注册管理办法
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（试行）》第十二条第（三）项的规定，对上述事项进行核查，并结合充分、

独立、客观的内外部证据发表明确意见。 

回复： 

（一）上述诉讼的最新进展 

2022 年 4 月 29 日，发行人、芯旭半导体收到合肥市中级人民法院

（2022）皖 01 民初 85 号、86 号《民事判决书》，法院判决：驳回原告杰利半

导体的诉讼请求。 

杰利半导体因不服上述判决已向最高人民法院提起上诉。2022 年 5 月 20

日，发行人、芯旭半导体收到合肥市中级人民法院送达的上诉状，暂未收到二

审应诉通知书。 

（二）涉诉产品范围的确定依据是否准确、客观，其他产品及在研技术与

涉案专利是否相同或相似，是否可能应用涉案专利技术 

1、涉诉产品范围的确定依据是否准确、客观 

一种汽车整流芯片及其整流基材的制备方法（ZL201310530282.1）（以下

简称“涉案专利 1”）系为解决传统的方形 GPP 芯片在有限空间内有效通流面

积小、电荷集中效应大的问题，而采用的双圆形台面结构；主要技术效果为：

避免了角部尖端电场过于集中且圆形在限定直径下的有效焊接面积最大，进而

提升汽车整流芯片通过电流的能力。但因受限于行业内针对圆形芯片的切割工

艺尚不成熟，发行人尚未使用该项专利技术形成产品。 

整流二极管、芯片及其制造方法（ZL201410822269.8）（以下简称“涉案

专利 2”）系在光阻法基础上结合了刀刮法特点的制造方法，通过刮涂的方式

在晶圆表面形成玻璃层，使得玻璃层的厚度更薄，从而能够有效去除台面和沟

槽内待切割区域的玻璃层，并且，在形成钝化玻璃层之前，对晶圆进行了低温

烧结，并去除了晶圆台面上的玻璃层，从而增大了台面的面积；主要技术效果

为：增大芯片的焊接面积、降低芯片的正向压降，从而解决芯片正向浪涌能力

不足等电性能问题。因具备该等技术效果，发行人在部分产品生产的二次光刻

环节应用了该技术，具体产品范围为：点火器高压整流芯片部分型号产品、高
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压 TVS 芯片产品。 

发行人涉诉产品范围的确定依据准确、客观。 

2、其他产品及在研技术与涉案专利是否相同或相似，是否可能应用涉案

专利技术 

（1）如上所述，发行人不存在利用涉案专利 1 生产产品的情形；因行业内

针对圆形芯片的切割工艺尚不成熟，发行人亦未开展与该专利技术相同或相似

的在研技术，未应用涉案专利技术； 

（2）如上所述，涉案专利 2 系在光阻法 GPP 芯片制造方法的基础上结合了

刀刮法特点的制造方法，除在点火器高压整流芯片部分型号产品、高压 TVS 芯

片产品的二次光刻环节中应用了涉案专利 2 的相关技术外，其他芯片产品均采

用光阻法 GPP 制造方法，未应用涉案专利技术；经核查，发行人未开展与该专

利技术相同或相似的在研技术。 

（三）公司涉诉技术的研发过程，包括研发时间、参与人员、技术保护措

施，是否为原始创新或集成了其他竞争对手的技术进行二次创新 

上述 2 项涉诉专利均对应“功率半导体芯片核心技术”之“整车用点火器

高压芯片设计制造技术”。根据发行人高新技术企业认定申报材料，发行人自

2013 年 3 月即开始进行与“整车用点火器高压芯片设计制造技术”有关的研发

活动；除汪良恩外，该技术的主要参与人员还包括张小明、安启跃、汪曦凌等

人员；除上述 2项专利外，发行人就该技术还取得了另外 8项专利保护。 

涉案专利 1 系为解决传统的方形 GPP 芯片在有限空间内有效通流面积小、

电荷集中效应大的问题，而采用的双圆形台面结构，有别于传统的方形 GPP 芯

片，系前瞻性技术探索，属于原始创新；涉案专利 2 系为增大 GPP 芯片的焊接

面积、降低 GPP 芯片的正向压降，利用发行人已掌握的光阻法 GPP 芯片制造技

术，结合了行业通用的刀刮法的特点，所形成的独特的制造方法，属于原始创

新；上述 2项涉案专利不存在集成其他竞争对手的技术进行二次创新的情形。 

（四）结合汪良恩入职发行人的时间、入职发行人前后的工作职责、工作

内容及相关司法解释、权威裁判指南、指导性案例等，进一步说明认定涉案专
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利不属于职务发明的依据是否充分 

1、汪良恩入职发行人的时间、入职发行人前后的工作职责、工作内容 

汪良恩入职发行人的时间为 2013 年 7 月；汪良恩在发行人处先后担任总经

理、执行董事、董事长等职务，全面负责发行人各项管理工作。 

汪良恩入职发行人前的工作履历和主要工作内容如下： 

1998 年 7 月至 1999 年 7 月，在化学工业部天津化工研究院从事科研工

作，主要负责化工工程、计算机技术开发。 

1999 年 8 月至 2003 年 4 月，任天津长威科技有限公司（以下简称“天津

长威”，其实际控制人为台湾半导体股份有限公司）资深工程师。根据天津长

威科技有限公司出具的《情况说明》：1999 年 8 月至 2003 年 4 月期间，汪良

恩团队成功将刀刮法 GPP 芯片工艺提升改进成光阻法 GPP 芯片工艺，达到行业

先进水平，且汪良恩熟练掌握半导体晶圆清洗、扩散、光刻、蚀刻、镀镍等多

种半导体芯片制造技术。 

2003 年 5 月至 2009 年 4 月，任上海海湾工程技术部经理。根据中介机构

对上海海湾原总经理的访谈：汪良恩带领团队完成了上海海湾光阻法 GPP 工艺

芯片生产线的设立，实现了上海海湾光阻法 GPP 芯片从无到有的突破。 

2009 年 4 月，扬杰科技与汪良恩签订《合作协议》，扬杰科技因看中汪良

恩“十年以上的二极管芯片的生产技术和管理经验”，与汪良恩“共同投资举

办企业经营二极管芯片的生产和销售”。2009 年 5 月，杰利半导体依据该《合

作协议》正式设立，汪良恩持股比例 12%，并按约出任杰利半导体副总经理。

2009 年 5 月至 2013 年 6 月，汪良恩先后在杰利半导体担任副总经理、总经

理、董事等职务，主要负责生产及经营管理工作。 

2、进一步说明认定涉案专利不属于职务发明的依据是否充分 

根据最高人民法院《关于发布第 28 批指导性案例的通知》（法〔2021〕

182 号）之指导案例 158 号，法院认为，在判断涉案发明创造是否属于专利法

实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维

护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下
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因素： 

一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，

包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息

等。 

二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的

和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性

特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。 

三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关

技术具有合法的来源。 

四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理

解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权

利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据

证明其开展了有关研发活动等。 

现就上述问题分别阐述如下： 

（1）离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内

容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信

息等 

1）关于工作职责 

2009 年 4 月，扬杰科技与汪良恩签订《合作协议》，与汪良恩共同投资设

立杰利半导体，汪良恩持股 12%并担任副总经理。2009 年 5 月，汪良恩与杰利

半导体签订的《全日制劳动合同书》约定：“根据甲方（杰利半导体）工作需

要，乙方（汪良恩）同意从事生产管理（副总经理）工作”。自入职之日起，

汪良恩即为杰利半导体股东并担任副总经理职务。自 2009 年 5 月至 2013 年 6

月，汪良恩先后在杰利半导体担任副总经理、总经理、董事等职务，主要负责

生产及经营管理工作，不隶属于某个具体部门。 

2）关于工作内容 

根据《杰利半导体公司章程》，汪良恩作为副总经理、总经理，其工作内
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容包括：“（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构

设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘

除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其

他职权”。 

结合汪良恩在原任职单位的任职情况，汪良恩在入职杰利半导体之前已熟

练掌握半导体晶圆清洗、扩散、光刻、蚀刻、镀镍等多种半导体芯片制造技

术，其主导研发的光阻法 GPP 芯片工艺处于行业领先地位，并陆续应用于其任

职的天津长威、上海海湾及杰利半导体。虽然汪良恩在杰利半导体任职期间能

够接触到与芯片制造相关的技术信息，但相关技术源于其入职前多年的经验积

累。 

经查阅、比对两项涉案专利与杰利半导体以汪良恩为发明人申请的相关专

利的具体情况，相关专利不存在相关性（具体比对情况见下文），且杰利半导

体并未向法庭提交证据证明汪良恩在职期间其已就涉案专利的技术方案展开立

项、研发、试验、生产等有关工作，故不存在汪良恩能够接触、控制、获取的

与涉案专利有关的技术信息的情况。 

（2）涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目

的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质

性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系 

1）涉案专利的具体情况 

涉案专利的具体情况（包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技

术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特

点”等）如下： 

 涉案专利 1 涉案专利 2 

技术领

域 

涉及半导体芯片技术领域，更具体地

说，涉及一种汽车整流芯片及其整流基

材的制备方法 

本发明涉及半导体晶圆技术领域，更具

体地说，涉及一种整流二极管、芯片及

其制作方法 

解决的

技术问

正方形和正六边形的汽车整流芯片，使

用寿命短，抗反向浪涌电流能力差，可

现有的 GPP 制程作为生产整流二极管的

一种方式，依然存在着一定的缺点，即
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题 靠性能差，并且抗热疲劳能力差 制作的芯片焊接面积较小、正向压降较

大 

发明目

的和技

术效果 

提供一种汽车整流芯片及其整流基材制

备方法，使用寿命长，抗反向浪涌能力

强，可靠性能高，且抗热疲劳能力强 

本发明提供了一种整流二极管、芯片及

其制作方法，以解决现有技术中的 GPP

制程制作的芯片焊接面积小和正向压降

偏大的问题 

权利要

求限定

的保护

范围 

1.一种汽车整流芯片，包括整流基材，

所述整流基材包括第一台面和第二台

面，所述第一台面高于所述第二台面，

且所述第二台面围绕所述第一台面，其

特征在于，所述第一台面为圆形，所述

第二台面为圆环形，且自所述第二台面

所在的平面至所述整流基材的底面的部

分为圆柱形。 

2.根据权利要求 1所述的汽车整流芯

片，其特征在于，所述整流基材的第一

台面至第二台面的侧面为弧形，且所述

弧形的突出方向朝向所述整流基材中心

轴。 

3.根据权利要求 1所述的汽车整流芯

片，其特征在于，所述第二台面的外圆

的直径为 4mm-8mm，包括端点值。 

4.根据权利要求 3所述的汽车整流芯

片，其特征在于，所述第一台面的中央

区域覆盖有第一金属层，所述整流基材

的底面覆盖有第二金属层，所述第一金

属层与第二金属层均为圆形，且所述第

一金属层的面积小于所述第一台面的面

积。 

5.根据权利要求 4所述的汽车整流芯

片，其特征在于，所述第二台面的外圆

的直径为 5.588mm，且所述第一金属层

的面积为 24.28mm2。 

6.一种整流基材制备方法，其特征在

于，包括步骤： 

S1、提供一晶圆片，在所述晶圆片上形

成多个圆形切割图案； 

S2、对所述圆形切割图案的边缘线进行

腐蚀，在所述晶圆片上形成圆环沟槽； 

S3、采用激光划片机沿圆环沟槽进行切

割，得到多个圆形硅片； 

S4、在所述圆形硅片上形成圆形的第一

台面和圆环形的第二台面，所述第一台

面高于所述第二台面，且所述第二台面

围绕所述第一台面，最终得到整流基

材。 

7.根据权利要求 6所述的整流基材制备

方法，其特征在于，所述步骤 S1 具体

包括： 

提供一经过清洗、扩散后的晶圆片； 

1.一种芯片制作方法，其特征在于，包

括： 

提供基底，所述基底为具有沟槽以及位

于所述沟槽四周的台面的晶圆； 

通过刮涂的方式将胶状玻璃涂覆在所述

晶圆的表面，以在所述晶圆表面形成玻

璃层； 

将所述晶圆的台面和沟槽内待切割区域

的玻璃层去除； 

对所述晶圆进行低温烧结，并去除所述

晶圆台面上的玻璃层； 

对所述晶圆进行高温烧结，以在所述晶

圆表面形成钝化玻璃层。 

2.根据权利要求 1所述的方法，其特征

在于，所述胶状玻璃是由光刻胶和玻璃

粉混合配制而成的。 

3.根据权利要求 2所述的方法，其特征

在于，在所述晶圆表面形成玻璃层的过

程包括： 

将一定量的胶状玻璃涂覆在所述晶圆的

表面； 

通过刮涂的方式将所述胶状玻璃均匀涂

覆在所述晶圆的表面，以在所述晶圆表

面形成玻璃层。 

4.根据权利要求 3所述的方法，其特征

在于，通过刮涂的方式将所述胶状玻璃

均匀涂覆在所述晶圆的表面是指采用刀

片刮涂所述胶状玻璃，以使所述胶状玻

璃均匀涂覆在所述晶圆的表面。 

5.根据权利要求 4所述的方法，其特征

在于，将所述晶圆的台面和沟槽内待切

割区域的玻璃层去除的过程包括： 

在所述晶圆表面形成光刻胶层； 

通过曝光的方式使所述光刻胶层具有镂

空图案，所述镂空图案与所述晶圆的待

切割区域对应； 

以所述光刻胶层为掩膜，通过显影的方

式将所述晶圆的台面和沟槽内待切割部

分的玻璃层去除。 

6.根据权利要求 5所述的方法，其特征

在于，对所述晶圆进行低温烧结的过程

包括： 

将所述晶圆放置在低温烧结炉中进行烧

结，所述低温烧结炉的温度范围为
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在所述晶圆片表面涂覆光刻胶，在所述

光刻胶上设计多个圆形切割图案； 

对所述圆形切割图案的边缘线曝光并显

影，在所述晶圆片上形成多个所述圆形

切割图案。 

8.根据权利要求 7所述的整流基材制备

方法，其特征在于，所述步骤 S2 具体

包括： 

设定环境温度和腐蚀时间，采用酸性溶

液对所述圆形切割图案的边缘线进行腐

蚀，形成圆环沟槽，其中，所述圆形沟

槽的底端到所述晶圆片底部表面的距离

范围为 50μm-100μm，包括端点值。 

9.根据权利要求 8所述的整流基材制备

方法，其特征在于，所述环境温度为零

下 15摄氏度；所述腐蚀时间的范围为

18min-20min，包括端点值；所述酸性

溶液包括氢氟酸、硝酸、乙酸和硫酸，

其浓度比例为氢氟酸：硝酸：乙酸：硫

酸=11：9：12：7。 

10.根据权利要求 9所述的整流基材制

备方法，其特征在于，所述激光划片机

所产生的激光波长为 1064nm，激光频

率为 65kHz，激光功率为 20W，切割速

度为 80mm/s。 

480℃～520℃。 

7.根据权利要求 6所述的方法，其特征

在于，去除所述晶圆台面上的玻璃层的

过程包括： 

采用无尘布去除所述晶圆台面上的玻璃

粉，所述玻璃粉是所述玻璃层在低温烧

结炉中进行烧结后形成的。 

8.根据权利要求 7所述的方法，其特征

在于，对所述晶圆进行高温烧结的过程

包括： 

将所述晶圆放入高温烧结炉中进行烧

结，所述高温烧结炉的温度范围为

680℃～720℃。 

9.一种芯片，其特征在于，所述芯片是

采用权利要求 1-8 任一项所述的方法形

成的。 

10.一种整流二极管，其特征在于，所

述整流二极管包括权利要求 9所述的芯

片。 

实质性

特点 

本发明所提供的汽车整流芯片及其整流

基材制备方法，汽车整流芯片包括整流

基材，所述整流基材包括第一台面和第

二台面，所述第一台面高于所述第二台

面，且所述第二台面围绕所述第一台

面，所述第一台面为圆形，所述第二台

面为圆环形，且所述整流基材自所述第

二台面所在的平面至所述整流基材的底

面的部分为圆柱形。 

本发明提供的汽车整流芯片，由于其整

流基材的整体无边角，因此电流流动过

程中没有向边角集中的情况发生，其电

流分布均匀，避免了现有的正方形和正

六边形的汽车整流芯片由于边角处电流

集中而发生芯片边角处被提前击穿而失

效的情况，提高了汽车整流芯片的抗反

向电流的能力，提高了汽车整流芯片的

可靠性能，保证了汽车整流芯片的使用

寿命长。并且，对于限定直径的圆柱型

的汽车整流二极管内部封装的芯片来

说，正方形和正六边形的汽车整流芯片

的对角线大小等同于圆形芯片的直径，

在限定圆形直径的汽车整流二极管内，

汽车整流芯片的有效焊接面积大，提升

了汽车整流芯片通过电流的能力。 

本发明所提供的整流二极管、芯片及其

制作方法，在具有沟槽和台面的晶圆表

面形成玻璃层后，去除待切割区域的玻

璃层以及烧结后的晶圆台面上的玻璃

层，然后对所述晶圆进行高温烧结，以

在所述晶圆表面形成钝化玻璃层。本发

明提供的芯片制作方法，通过刮涂的方

式在晶圆表面形成玻璃层，使得玻璃层

的厚度更薄，从而能够有效去除台面和

沟槽内待切割区域的玻璃层，并且，在

形成钝化玻璃层之前，对晶圆进行了低

温烧结，并去除了晶圆台面上的玻璃

层，从而增大了台面的面积，即增大了

芯片的焊接面积，进而降低了芯片的正

向压降 
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同时，采用本发明提供的整流基材制备

方法，在制备整流基材时，采用激光对

晶圆片进行切割，避免了切割晶圆片时

产生应力，提高了汽车整流芯片的抗热

疲劳能力。 

2）涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系 

①汪良恩的工作职责范围与涉案发明创造的研发是否存在关联 

如上所述，汪良恩的工作职责范围与涉案发明创造的研发不存在关联。 

②结合工作内容，说明是否基于有关具体工作内容从而获得重要数据、技

术启发，进而研发出涉案发明创造。 

经查阅、比对两项涉案专利与杰利半导体以汪良恩为发明人申请的相关专

利，相关专利技术方案的“技术特点”不存在任何相关性，故不存在基于有关

具体工作内容从而获得重要数据、技术启发，进而研发出涉案发明创造的情

况，具体分析如下： 

a.涉案专利 1与杰利半导体相关专利比较情况 

根据杰利半导体在庭审中所提交的《比对意见》，杰利半导体举证认为涉

案专利 1 与“ZL201010168367.6 一种二极管芯片及其加工工艺”（以下简称

“杰利半导体 367 专利”）具有相关性。根据涉案专利 1 及杰利半导体 367 专

利的权利要求书、说明书及说明书附图等相关专利文献，涉案专利 1 与杰利半

导体 367 号专利不具有相关性，具体分析如下： 

发行人于 2013 年 10 月向专利局提交了发明专利申请，专利局共下达了两

次审查意见，在发行人提交第二次审查意见陈述书后，即获得了专利授权。在

涉案专利 1 申请过程中，专利局将日本某公司申请的专利以及杰利半导体 367

号专利列为对比专利，前者为对比专利 1 即“最接近的现有技术”，后者为对

比专利 2。 

根据发行人专利申请过程中的审查意见陈述书等文件，发行人就涉案专利

1 申请了 10 项权利要求，其中权利要求 1 为独立权利要求，权利要求 2-9 皆为

其从属权利，如能证明权利要求 1 不具有相关性，则其他权利要求亦不具有相

关性。就权利要求 1，涉案专利 1 存在两个区别技术特征：“1、所述第一台面

为圆形，所述第二台面为圆环形，且自所述第二台面所在的平面至所述整流基
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材的底面的部分为圆柱形；2、所述第一台面的居中区域覆盖有第一金属层，所

述整流基材的底面覆盖有第二金属层，所述第一金属层与第二金属层均为圆

形，且所述第一金属层的面积小于所述第一台面的面积。” 

就上述区别特征，发行人认为： 

i.与涉案专利 1 最接近的现有技术为对比专利 1（JP 特开 2010-

212316A），而非对比专利 2（杰利半导 367 号专利）。 

ii.二者需要解决的问题及发明目的本质不同。对比专利 2 系为了解决芯片

尖角处放电现象，提高耐压能力；而涉案专利 1 系为解决如何提高汽车整流芯

片的抗反向电流的能力，提升汽车整流芯片通过电流的能力。同时涉案专利 1

采用两个圆形台面的全新技术方案，其整流基材整体无边角，电流流动过程中

没有向边角集中的情况发生，其本身就不存在芯片尖角处放电现象。 

iii.二者实现的技术效果不同。对比专利 2 仅解决芯片尖角处放电现象，

而涉案专利 1 不仅自身可避免该情况发生，还提高了芯片抗反向电流能力、汽

车整流芯片的可靠性能、使用寿命以及限定封装直径条件下的过流能力等。 

iv.二者芯片结构不同。对比专利 2 的芯片水平投影为无折角的封闭形状，

并且其不存在第一台面或者第二台面的表述，因此其与涉案专利 1 的两个圆形

台面结构不同。 

v.二者设计和制造方法不同。对比专利 2 系在当时主流的四角、六角形芯

片基础上对边角进行技术处理，对芯片制造工艺没有大的变化；而涉案专利则

是重新设计了两个圆形台面结构，需要对原有工艺进行大范围的改变。 

根据发行人于 2016 年 3 月 24 日向国家知识产权局提交的《意见陈述

书》：发行人认为“对比文件 2 对区别技术特征 1）并没有技术启示”。发行

人在提交上述陈述意见后，专利局认可了上述陈述，并授予发明专利。因此，

涉案专利 1 与杰利半导 367 号专利不同，杰利半导 367 专利对涉案专利 1 技术

特征 1没有任何技术启示，更没有相关性。 

b.涉案专利 2与杰利半导体相关专利比较情况 

根据杰利半导体在庭审中所提交的《比对意见》，杰利半导体举证认为涉

案专利 2 与“ZL201010168367.6 一种二极管芯片及其加工工艺”（以下简称

“杰利半导体 367 专利”）具有相关性。根据涉案专利 2 及杰利半导体 367 专
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利的权利要求书、说明书及说明书附图等相关专利文献，涉案专利 2 与杰利半

导体 367 专利不具有相关性，具体分析如下： 

i.二者需要解决的问题及发明目的不同。杰利半导体 367 号专利系为了解

决芯片尖角处放电现象，而涉案专利 2 系为了解决现有技术中的 GPP 制程制作

的芯片焊接面积小和正向压降偏大的问题。 

ii.二者技术效果不同。杰利半导体 367 号专利可有效防止方形芯片尖角造

成的尖端放电，提高耐压能力；涉案专利 2 则增大 GPP 制程制作的芯片焊接面

积,提高了芯片过流能力，降低正向压降。 

iii.二者在技术方案等方面没有关联性。专利局在审核专利申请中，一般

将接近的现有技术列为对比专利，进而分析是否具有创造性。而发行人在涉案

专利 2申请过程中，专利局并未将杰利半导体的专利列为对比专利。 

因此，发行人认为涉案专利 2 与杰利半导体 367 号专利完全不同，杰利半

导 367 专利对涉案专利 2技术特征没有技术启示，更没有相关性。 

c.汪良恩作为发明人申请权利人为杰利半导体的相关专利情况 

序

号 

专利号及名

称 

申请日

期 

专利

类型 
发明人 

法律状

态 
技术特点 

1 

二极管芯片

CN20102018

5410.5 

2010.5

.11 

实用

新型 

汪良

恩、裘

立强、

魏兴政 

专利权

终止-未

缴年费 

本实用新型的二极管芯片是一种具有良好性能的综合性二极管芯片，

其水平投影形状可有效的防止方形芯片尖角造成的尖端放电，同时有

效的提高二极管耐压能力，避免造成的二极管失效或者电路故障。本

实用新型中无折角的封闭形状定义为：圆形、椭圆形、腰圆形、角部

为弧形的四边形、角部为弧形的五边形或角部为弧形的六边形等。上

述形状由于不含直线相交形成的折角，因此在晶片加工工程（本实用

新型芯片的上道工序）中，能有效避免相邻芯片间折角处放电的现

象。此外，在采用玻璃钝化之前先用一层 SIPOS 膜（半绝缘多晶硅

膜）钝化，其作用为吸收芯片表面可动离子（杂质），增强器件稳定

性、提高二极管耐压能力。沟槽底部仍会保留 SIPOS 膜和 SI02 膜，

防止在蒸金时会有金层附着在上面。 

2 

一种二极管

芯片及其加

工工艺

CN20101016

8367.6 

2010.5

.11 
发明 

汪良

恩、裘

立强、

魏兴政 

授权 

本发明的二极管芯片是一种具有良好性能的综合性二极管芯片，其水

平投影形状可有效的防止方形芯片尖角造成的尖端放电，同时有效的

提高二极管耐压能力，避免造成的二极管失效或者电路故障。本发明

中无折角的封闭形状定义为：圆形、椭圆形、窑圆形、角部为弧形的

四边形、角部为弧形的五边形或角部为弧形的六边形等。上述形状由

于不含直线相交形成的折角，因此在晶片加工工程（本发明芯片的上

道工序）中，能有效避免相邻芯片间折角处放电的现象。此外，在采

用玻璃钝化之前先用一层 SIP0S 膜（半绝缘多晶硅膜）钝化，其作用

为吸收芯片表面可动离子（杂质），增强器件稳定性、提高二极管耐

压能力。沟槽底部仍会保留 SIP0S 膜和 SI02 膜，防止在蒸金时会有

金层附着在上面。 

3 

半导体芯片

耐高压测试

装置

CN20102018

5398.8 

2010.5

.11 

实用

新型 
汪良恩 

专利权

终止-未

缴年费 

本实用新型在原有测试装置上增设了阻燃性的保护气体管路，阻燃气

体（如:N2 等）施放于测试针尖位置，在其周围形成一个保护环境，

能有效避免打火现象的发生，进而避免打火对检测精度的影响，能提

高半导体高压芯片的测试精度。本实用新型可有效防止半导体高压芯

片测试时产生的打火现象，保证芯片测试的准确性。 

4 半导体生产 2010.5 实用 汪良恩 避免重 本实用新型将生产车间能源的循环利用，提高资源利用率，降低生产
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线的废热利

用装置

CN20102018

5421.3 

.11 新型 复授权

放弃专

利权 

制造成本，适应低碳环保的生产要求。 

5 

一种半导体

生产线的废

热利用装置

及其工作方

法

CN20101016

8476.8 

2010.5

.11 
发明 汪良恩 授权 

本发明利用管路、阀门将热源体有效进行回收利用，采取回收管道吸

取一定的热量，通过气体阀门控制调整风量，进入净化装置系统进行

精密过滤，调节好所需温度后送入净化车间，满足生产工艺要求。在

控制方面实现了智能化，能根据季节变化通过调节气体管道阀门的启

闭、开合量实现生产车间所需要的温度。本发明将生产车间能源的循

环利用，提高资源利用率，降低生产制造成本，适应低碳环保的生产

要求 

6 

一种半导体

晶片的裂片

方法

CN20101016

8253.1 

2010.5

.11 
发明 

汪良

恩、裘

立强、

魏兴政 

授权 

本发明首先配制了一种不会影响、洗脱标记色点的粘连液；然后，利

用粘连液将晶片贴附在一张膜上，上面再粘贴一层膜，这样，晶片就

被“固定”了，即使分裂后，也不会散落。接着，从晶片背面隔着膜

二，利用滚轮进行滚压、分裂，隔着上层的膜进行滚压，还能避免滚

轮损伤芯片的组织结构；当分裂完毕后，整体进行翻转，有色点的正

面朝上，在规整的情况下，能清晰地观察到有色点的不良芯片，进而

方便地剔除。此外，本发明粘连液的成本低廉，粘连性好，在芯片表

面和膜之间的“液膜”也能对芯片的组织结构起到一定的保护作用。

本发明的方法简单、成本低、实用性强，适用于半导体芯片分裂筛选

工艺。 

7 

一种耐高压

钝化保护二

极管芯片的

加工方法

CN20111030

8126.1 

2011.1

0.12 
发明 

汪良

恩、裘

立强、

喻慧丹 

授权 

本发明相对于现有工艺在掩膜时，固化沟槽内的所有填充料（现有技

术中为防止裂片时钝化保护层碎裂，必须将沟槽中间的玻璃去除）；

然后，采用热压模压制、加热固化成型；制得产品能保留底部的玻璃

材料，在裂片后，确保整个弧面覆盖有钝化保护层，且与现有技术相

比，玻璃层厚度更大，因此钝化保护层的强度相应也更大，从而无需

在钝化保护层（玻璃层）外再设置缓冲保护层。由于模压口沟槽最低

部的玻璃最薄，在裂片时，能形成理想的断裂面（与芯片的轴线平

行）。 

8 

二极管芯片

的双灯测试

装置

CN20112038

6841.2 

2011.1

0.12 

实用

新型 

汪良

恩、裘

立强、

葛宜威 

专利权

终止-未

缴年费 

本实用新型针对 TVS（瞬变电压抑制二极管）等产品，需要 P 面和 N

面相配合组装后之芯片，在生产制造时，常出现 P/N 面不同蚀刻面混

料之现象，利用该装置快速区分混料材料。它利用正常二极管的单向

导通性，对被测产品进行单面测试，如被测产品合格，则无论是正向

或反向接电，测试装置只有单灯亮。如被测产品存在质量问题，则双

灯都亮。本实用新型可简易的区分 P 面蚀刻晶粒和 N 面蚀刻晶粒解决

生产线不同蚀刻面相同晶粒尺寸混料的异常；二是判定 0/J 晶片扩散

时边缘是否存在反型层现象，并在按照晶粒尺寸进行划片后进行分选

出电性不良品。 

9 

耐高压钝化

保护二极管

芯片

CN20112038

6728.4 

2011.1

0.12 

实用

新型 

汪良

恩、裘

立强、

喻慧丹 

专利权

终止-期

满终止 

本实用新型相对于现有工艺在掩膜时，固化沟槽内的所有填充料（现

有技术中为防止裂片时钝化保护层碎裂，必须将沟槽中间的玻璃去

除）；然后，采用热压模压制、加热固化成型；制得产品能保留底部

的玻璃材料，在裂片后，确保整个弧面覆盖有钝化保护层，且与现有

技术相比，玻璃层厚度更大，因此钝化保护层的强度相应也更大，从

而无需在钝化保护层（玻璃层）外再设置缓冲保护层。由于模压口沟

槽最低部的玻璃最薄，在裂片时，能形成理想的断裂面（与芯片的轴

线平行）。 

10 

一种晶粒镀

镍金装置

CN20111030

8020.1 

2011.1

0.12 
发明 汪良恩 授权 

本发明改变了以往操作人员手工浸入的方式，从镀槽内底板二的最高

端向内逐个投入晶粒，由于底板二倾斜或螺旋倾斜设置，晶粒在重力

作用下会沿底板二下行，为防止在下行过程中，晶粒与底板二之间面

接触、摩擦，在底板二上开设若干孔，孔内喷出氮气，形成鼓泡，避

免晶粒与底板二直接接触、摩擦。滑落到底板二最低端的晶粒最终掉

落到提篮中，最后被提出镀槽，完成镀镣金的工序。本发明在减轻劳

动强度、提高加工效率的同时，能够避免人工操作晃动提篮时镀液溅

到操作人员身体上，减少操作人员直接吸入镀液蒸汽；最后，本发明

由于是逐个加入晶粒，并且各晶粒在运行过程中是“悬空”运行，能

够充分接触镀液、避免表面与底板二摩擦。 

11 
晶粒镀镍金

装置

2011.1

0.12 

实用

新型 
汪良恩 

避免重

复授权

本发明改变了以往操作人员手工浸入的方式，从镀槽内底板二的最高

端向内逐个投入晶粒，由于底板二倾斜或螺旋倾斜设置，晶粒在重力
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CN20112038

6726.5 

放弃专

利权 

作用下会沿底板二下行，为防止在下行过程中，晶粒与底板二之间面

接触、摩擦，在底板二上开设若干孔，孔内喷出氮气，形成鼓泡，避

免晶粒与底板二直接接触、摩擦。滑落到底板二最低端的晶粒最终掉

落到提篮中，最后被提出镀槽，完成镀镣金的工序。本发明在减轻劳

动强度、提高加工效率的同时，能够避免人工操作晃动提篮时镀液溅

到操作人员身体上，减少操作人员直接吸入镀液蒸汽；最后，本发明

由于是逐个加入晶粒，并且各晶粒在运行过程中是“悬空”运行，能

够充分接触镀液、避免表面与底板二摩擦。 

12 

一种平面结

构型超高压

二极管芯片

CN20111031

8248.9 

2011.1

0.19 
发明 

汪良

恩、裘

立强、

谢盛

达、葛

宜威 

授权 

本发明在芯片顶部主结（P+区）外圈设置多道场限环（P+型）能够大

大提高产品的电压等级。在常规产品中，为增加电压，设置多道场限

环的手段是能够满足使用要求的，但是在薄型芯片的使用中，由于宽

高比系数较大，因此极易在芯片边缘产生电场；加之如在高温工资环

境（Tj=175°C）中使用，在芯片侧边上、下角之间产生电弧，进而

发生短路的可能性就更大，会在极短时间内导致器件失效。本发明在

芯片本体（N 型晶片，N-区）顶部最外圈设置截止环（N+型）后，能

够有效防止电荷扩展到顶部边角，这样就能避免发生短路。本发明既

实现了产品的增压，又能避免电场扩展。本发明大大提升了产品的高

温性能，达到 Tj=175°C 不失效，正反向浪涌能力有较大提升。 

本发明的芯片通常被封装在三相、单项整流桥和各种混合模型中，被

广泛应用在有超高反向瞬时峰值冲击电压的电路、电焊机、固体继电

器、高压电力电源和耐高温环境的模块、混合模块集成的电路等领

域，作为关键性组合件使用。产品性能与当前国际上知名公司同类产

品相媲美；能实现电路微小化，会产生巨大的经济和社会效益。 

13 

平面结构型

超高压二极

管芯片

CN20112039

8926.2 

2011.1

0.19 

实用

新型 

汪良

恩、裘

立强、

谢盛

达、葛

宜威 

避免重

复授权

放弃专

利权 

本发明在芯片顶部主结（P+区）外圈设置多道场限环（P+型）能够大

大提高产品的电压等级。在常规产品中，为增加电压，设置多道场限

环的手段是能够满足使用要求的，但是在薄型芯片的使用中，由于宽

高比系数较大，因此极易在芯片边缘产生电场；加之如在高温工资环

境（Tj=175°C）中使用，在芯片侧边上、下角之间产生电弧，进而

发生短路的可能性就更大，会在极短时间内导致器件失效。本发明在

芯片本体（N 型晶片，N-区）顶部最外圈设置截止环（N+型）后，能

够有效防止电荷扩展到顶部边角，这样就能避免发生短路。本发明既

实现了产品的增压，又能避免电场扩展。本发明大大提升了产品的高

温性能，达到 Tj=175°C 不失效，正反向浪涌能力有较大提升。 

本发明的芯片通常被封装在三相、单项整流桥和各种混合模型中，被

广泛应用在有超高反向瞬时峰值冲击电压的电路、电焊机、固体继电

器、高压电力电源和耐高温环境的模块、混合模块集成的电路等领

域，作为关键性组合件使用。产品性能与当前国际上知名公司同类产

品相媲美；能实现电路微小化，会产生巨大的经济和社会效益。 

14 

一种耐高温

平面结构型

超高压二极

管芯片

CN20121043

7350.5 

2011.1

0.19 
发明 

裘立

强、汪

良恩、

谢盛

达、葛

宜威 

授权 

本发明在芯片顶部主结（P+区）外圈设置多道场限环（P+型）能够大

大提高产品的电压等级。在常规产品中，为增加电压，设置多道场限

环的手段是能够满足使用要求的，但是在薄型芯片的使用中，由于宽

高比系数较大，因此极易在芯片边缘产生电场；加之如在高温工资环

境（Tj=175°C）中使用，在芯片侧边上、下角之间产生电弧，进而

发生短路的可能性就更大，会在极短时间内导致器件失效。本发明在

芯片本体（N 型晶片，N-区）顶部最外圈设置截止环（N+型）后，能

够有效防止电荷扩展到顶部边角，这样就能避免发生短路。本发明既

实现了产品的增压，又能避免电场扩展。本发明大大提升了产品的高

温性能，达到 Tj=175°C 不失效，正反向浪涌能力有较大提升。 

本发明的芯片通常被封装在三相、单项整流桥和各种混合模型中，被

广泛应用在有超高反向瞬时峰值冲击电压的电路、电焊机、固体继电

器、高压电力电源和耐高温环境的模块、混合模块集成的电路等领

域，作为关键性组合件使用。产品性能与当前国际上知名公司同类产

品相媲美；能实现电路微小化，会产生巨大的经济和社会效益。 

15 

高温扩散炉

炉口的炉帽

CN20122025

9668.4 

2012.6

.4 

实用

新型 

汪良

恩、王

毅、游

佩武 

授权 

本实用新型在原有普通炉帽的基础上加入了内塞，内塞与帽筒之间具

有容纳炉口的环形腔体，内塞能够伸入炉口腔内，使高温扩散炉炉帽

具有良好的保温效果，能保持炉体内温度稳定，提高扩散品质的一致

性。 

16 硅板舟 2012.6 实用 汪良 授权 本实用新型在原来扩散板舟的基础上对插棒位置进行调整，避免了之
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CN20122025

9604.4 

.4 新型 恩、王

毅、喻

慧丹 

前采用共用插棒的硅板舟，每叠硅片均采用一个限位单元（即四根插

棒）来固定，使得每叠硅片都能很好地固定，在扩散过程中能够均匀

地受热，使得杂质能够均匀扩散，确保产品质量的一致性；插孔和插

棒采用锥形连接，保证了连接的可靠性。本实用新型结构简单、便于

加工，提高了生产效率。 

17 

双沟型 GPP

钝化保护二

极管芯片

CN20122025

9601.0 

2012.6

.4 

实用

新型 

汪良

恩、裘

立强、

王毅、

游佩武 

授权 

本实用新型从晶片正面的保护凹槽外部的保护区下刀切割，避免了现

有技术中在切割沟槽底部的过程中对芯片 PN 结造成的应力损伤，使

得本实用新型产品正面的沟槽底部完全被玻璃填满，能够对 PN 结起

到更好的钝化保护作用，使得芯片品质有很好地保证。此外，对切割

保护区的尺寸，在满足机械切割工具可靠工作的同时，避免了材料的

浪费。 

上述专利中，二极管芯片（CN201020185410.5）与一种二极管芯片及其加

工工艺（CN201010168367.6）等 2 项专利内容相同，前者为实用新型，后者为

发明专利，均为改进台面工艺芯片的边角放电问题。 

双沟型 GPP 钝化保护二极管芯片（CN201220259601.0）、耐高压钝化保护

二极管芯片（CN201120386728.4）、一种耐高压钝化保护二极管芯片的加工方

法（CN201110308126.1）、一种半导体晶片的裂片方法（CN201010168253.1）

等 4项专利系为改进芯片钝化及裂片工艺。 

一种平面结构型超高压二极管芯片（CN201110318248.9）、平面结构型超

高压二极管芯片（CN201120398926.2）、一种耐高温平面结构型超高压二极管

芯片（CN201210437350.5）等 3项专利为平面结构的芯片制造专利。 

半导体芯片耐高压测试装置（CN201020185398.8）、半导体生产线的废热

利用装置（CN201020185421.3）、一种半导体生产线的废热利用装置及其工作

方 法 （ CN201010168476.8 ） 、 二 极 管 芯 片 的 双 灯 测 试 装 置

（CN201120386841.2）、高温扩散炉炉口的炉帽（CN201220259668.4）、硅板

舟（CN201220259604.4）、一种晶粒镀镍金装置（CN201110308020.1）、晶粒

镀镍金装置（CN201120386726.5）等 8项专利系为改进芯片生产装置或工具。 

发行人两项涉案专利系台面工艺下的一种新型芯片制作方法，系为了解决

芯片的过流能力等问题，相应发明目的、技术效果及技术方案亦有所不同，因

此，发行人认为涉案专利与上述专利均不相同，上述专利对涉案专利技术特征

没有技术启示，更没有相关性。 

综上所述，汪良恩不存在基于有关具体工作内容从而获得重要数据、技术

启发，进而研发出涉案发明创造的情况。 

虽然涉案专利与杰利半导体相关专利同属芯片领域，但其解决的具体技术

问题、发明目的、实现的技术效果以及技术方案不同。根据最高人民法院
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（2020）最高法知民终 259 号民事判决书的裁判观点：“判断一项发明创造是

否为发明人在本职工作中作出的发明创造，应当具体考察发明人的工作职责范

围、具体工作内容等是否与发明创造的研发存在关联，不能简单地认为，只要

发明创造与发明人所在单位的业务领域具有一定联系就认定该发明创造为发明

人在本职工作中作出的发明创造。”故不能仅凭技术领域就认定涉案专利与汪

良恩在杰利半导体处的工作内容相关。 

综上，涉案专利与汪良恩在杰利半导体处的本职工作并不相关。 

（3）原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有

关技术具有合法的来源 

1）根据规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据证明，如不能提

交相关证据，应承担举证不利的后果。在庭审中，杰利半导体未能提交证据证

明汪良恩在职期间其已就涉案专利的技术方案展开立项、研发、试验、生产等

有关工作，亦未提交证据证明其曾利用相关技术方案生产过相关产品。 

2）发行人涉案专利与原单位对应产品的差异 

①发行人的产品生产情况 

涉案专利 1 因受限于行业内针对圆形芯片的切割工艺尚不成熟，故发行人

尚未使用该项专利技术形成产品和收入。涉案专利 2 仅应用于发行人部分产品

生产的个别工序中，2019 年至 2021 年，发行人运用涉案专利 2 生产的产品销

售收入占全部营业收入比例约为 0.89%。 

②杰利半导体的产品生产情况 

因发行人无法从公开渠道获知杰利半导体是否利用相关技术方案生产过相

关产品，且杰利半导体在庭审中亦未提供相关证据，故暂时无法从推出时间、

产品种类、技术路径等，对发行人涉案专利与原单位对应产品的差异做对比分

析。 

经访谈汪良恩：在其离职前，杰利半导体不存在利用相关技术方案生产相

关产品的情况。 

（4）权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合

理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及
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权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证

据证明其开展了有关研发活动等 

1）发明人是否具有相应的知识、经验、技能 

汪良恩入职发行人前的工作履历和主要工作内容详见上文“（四）1、汪良

恩入职发行人的时间、入职发行人前后的工作职责、工作内容”。 

在汪良恩入职杰利半导体之前，扬杰科技尚无芯片制造业务，其芯片制造

生产线系由汪良恩所带领的技术团队建设起来的。在入职杰利半导体之前，汪

良恩已专业从事半导体芯片研发与制造工作 10 余年，具有独立的研发能力，其

专业能力并非形成于杰利半导体任职期间。涉诉专利的技术方案的形成系源于

其自身的知识能力储备，无需利用杰利半导体的物质技术条件。 

与此同时，涉案专利 2 的发明人除汪良恩外，还包括发行人的核心技术人

员张小明。根据张小明的工作履历，张小明在入职安芯电子之前，亦已专业从

事半导体芯片研发与制造工作 15 年，同样具有独立的研发能力。 

故，发明人具有相应的知识、经验、技能。 

2）发行人是否具有相应的物质技术条件 

发行人设立于 2012 年 10 月，设立时的股东包括张小明、熊永平、安启跃

等行业专业技术人员；2012 年 12 月，各股东共完成 2000 万元注册资本实缴；

同月，发行人取得池州市发展和改革委员会池发改工业〔2012〕554 号《关于

安徽安芯电子科技有限公司年产 180 万片高级 GPP 芯片制造项目备案的批

复》。发行人具有相应的物质技术条件。 

3）是否有证据证明其开展了有关研发活动 

上述 2 项涉案专利均对应发行人“功率半导体芯片核心技术”之“整车用

点火器高压芯片设计制造技术”。根据发行人高新技术企业认定申报材料，发

行人自 2013 年 3 月即开始进行与“整车用点火器高压芯片设计制造技术”有关

的研发活动。 

综上，权利人、发明人对于涉案专利的研发过程或者技术来源具有合理解

释。 

3、结论：涉案专利不属于杰利半导体的职务发明，专利权属于发行人 
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根据前文分析，汪良恩系 2013 年 6 月底自杰利半导体离职，涉案专利 1 申

请日为 2013 年 10 月，该专利虽系在汪良恩与杰利半导体劳动关系终止一年内

申请，但与其在杰利半导体的本职工作或分配任务无关，故该专利不属于汪良

恩在杰利半导体的职务发明。 

涉案专利 2 系在汪良恩与杰利半导体劳动关系终止一年后申请，且与其在

杰利半导体的本职工作或分配任务无关。根据最高人民法院（2019）最高法知

民终 337 号《民事判决书》中关于“离职一年后的职务发明认定”的裁判观

点：对于发明人从原单位离职一年之后，以其为发明人提交的专利申请，通常

不能被认为属于原单位。但是，当有证据表明该专利申请系发明人离职前由他

人在原单位完成的发明创造，同时专利申请人亦不能提供证据表明该发明创造

系发明人在离职一年后独立完成，则该专利申请权属于原单位。根据前文分

析，涉案专利 2 发明人汪良恩及张小明均具有独立的研发能力，且系利用发行

人的物质技术条件取得，因此该专利同样不属于汪良恩在杰利半导体的职务发

明。 

综上，涉案专利均不属于杰利半导体的职务发明，专利权属于发行人。 

根据（2022）皖 01 民初 85 号、86 号《民事判决书》，法院认定：原告杰

利半导体不能证明涉案讼争专利权的发明创造与汪良恩在原告处的工作职责或

被分配的任务有关；驳回了杰利半导体主张涉案专利系职务发明、专利权应归

其所有的诉讼请求。 

（五）结合替代方案的具体情况，说明替代产品在功能上是否能够完全替

代现有产品，是否在此基础上形成，是否存在潜在侵权风险，是否支持发行人

关于替代涉诉专利的判断 

如上所述，发行人尚未应用涉案专利 1 的专利技术形成产品，故不存在现

有产品，亦无需替代方案。 

涉案专利 2 的主要技术效果为增大芯片的焊接面积、降低芯片的正向压

降，从而解决芯片正向浪涌能力不足等电性能问题。发行人在点火器高压整流

芯片部分型号产品、高压 TVS 芯片产品生产的二次光刻环节应用了该技术。经

询问发行人相关人员，在上述产品生产的二次光刻环节中，可通过减小沟槽和
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玻璃宽度，从而增加 PN 有效面积和有效焊接面积的方法，实现同样的技术效

果，使用该方法生产出的产品在功能上能够完全替代现有产品。该替代方案与

涉案专利 2 的技术方案完全不同，并非在涉案专利 2 的基础上形成，不存在潜

在侵权风险，可完全替代涉诉专利。 

（六）测算发行人因败诉可能承担的赔偿金额，并进一步分析涉诉及潜在

涉诉专利纠纷是否涉及发行人的底层核心技术，对发行人财务状况、生产经

营、业务发展、核心技术等是否构成重大不利影响 

1、发行人因败诉可能承担的赔偿金额 

根据上述两起案件的起诉状，原告杰利半导体的诉讼请求为：1、确认两项

涉案专利的专利权归原告所有；2、两起案件的诉讼费用由发行人承担。根据

（2022）皖 01 民初 85 号、86 号《民事判决书》，法院判决：驳回原告杰利半

导体的诉讼请求。 

截至本补充法律意见书出具之日，杰利半导体已向最高人民法院提起上

诉。若法院最终判决发行人败诉，则：1、发行人需配合将两项涉案专利的所有

权人变更为杰利半导体，并承担两起案件的诉讼费用；2、发行人存在被杰利半

导体提起侵权赔偿的可能。 

根据《专利法》第七十一条：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权

所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵

权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意

侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下

确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确

定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定

给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权

行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，

而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人

提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料

的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。 
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因发行人暂无法从公开渠道获知杰利半导体是否利用相关技术方案生产过

相关产品，且杰利半导体在庭审中亦未提供相关证据，故暂时无法按照权利人

因被侵权所受到的实际损失确定赔偿数额。经统计，发行人就相关产品所获得

的净利润（=∑（各年度相关产品收入*各年度销售净利率）为 155.82 万元。经

检索相关案例，在涉及产品生产方法侵权的知识产权案件司法实践中，应综合

考量该生产方法对产品利润的贡献率来确定最终的赔偿数额，故发行人因败诉

可能承担的赔偿金额最多为 155.82 万元。 

2、涉诉及潜在涉诉专利纠纷是否涉及发行人的底层核心技术，对发行人

财务状况、生产经营、业务发展、核心技术等是否构成重大不利影响 

（1）涉诉及潜在涉诉专利纠纷是否涉及发行人的底层核心技术 

光阻法 GPP 芯片设计制造技术系发行人功率半导体芯片的底层核心技术。 

涉案专利 1 系采用双圆形台面结构，因受限于行业内针对圆形芯片的切割

工艺尚不成熟，发行人尚未使用该项专利技术形成产品，故不涉及发行人现有

的底层核心技术；涉案专利 2 系在光阻法 GPP 芯片制造方法的基础上，结合了

刀刮法的相关特点，其权利要求保护范围仅针对部分产品的个别工序的生产方

法，即使涉案专利 2 的权属纠纷最终出现不利于发行人的判决结果，也不影响

发行人的底层核心技术的应用。 

存在潜在涉诉可能的专利情况如下： 

序

号 
类别 专利名称 专利号 申请日 发明人 

1 
实用

新型 
一种汽车整流芯片 ZL201320689124.6 2013/10/31 汪良恩 

2 
实用

新型 
半导体晶圆清洗装置 ZL201420135525.1 2014/3/24 

汪良恩、汪曦

凌 

3 实用

新型 
一种芯片镀层装置 ZL201420548951.8 2014/9/23 

汪良恩、汪曦

凌 

4 实用

新型 
晶圆刻蚀装置 ZL201420556400.6 2014/9/25 

汪良恩、汪曦

凌 

5 实用

新型 

半导体芯片分向测试装

置 
ZL201420692931.8 2014/11/18 

汪良恩、汪曦

凌 

6 实用

新型 

一种晶圆扩散用石英管

及其进气连接结构 
ZL201420769305.4 2014/12/8 

汪良恩、张小

明、安启跃 

7 实用 一种晶圆测试装置 ZL201520010166.1 2015/1/7 汪良恩、张小
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新型 明、马晓飞 

8 实用

新型 

光刻胶涂布吸头及光刻

胶涂布装置 
ZL201520028532.6 2015/1/15 

汪良恩、汪曦

凌、伍银辉 

9 实用

新型 

一种半导体晶圆的定位

装置 
ZL201520045879.1 2015/1/22 

汪良恩、张小

明、刘晓燕 

上述 9 项专利均对应发行人三大类核心技术之“功率半导体芯片核心技

术”，其中，第 1 项实用新型与涉案专利 1 系利用相同的技术方案同时申请的

不同类型的专利，同样不涉及发行人的底层核心技术；第 2-9 项实用新型均系

为提高生产效率而对生产装置所做的技术改进，与芯片的功能及特性无关，故

不涉及发行人的底层核心技术。 

（2）对发行人财务状况、生产经营、业务发展、核心技术等是否构成重

大不利影响 

发行人尚未应用涉案专利 1 的专利技术形成产品；2019 年至 2021 年，发

行人应用涉案专利 2 生产的产品销售收入占全部营业收入比例约为 0.89%，占

比较小。发行人因败诉可能承担的赔偿金额最多为 155.82 万元，故即使上述 2

起案件最终出现不利于发行人的判决结果，也不会对发行人的财务状况、生产

经营、业务发展、核心技术造成重大不利影响。 

根据（2022）皖 01 民初 85 号、86 号《民事判决书》，法院认定：原告杰

利半导体与汪良恩终止劳动关系的时间是 2013 年 6 月 30 日，即汪良恩于该日

从原吿处离职。上述第 1 项和第 2 项实用新型专利系在汪良恩与原单位终止劳

动关系一年内申请，上述第 1 项专利与涉案专利 1 系利用相同的技术方案同时

申请的不同类型的专利，故亦不属于职务发明；上述第 2 项专利系对发行人自

有装置的改良，系利用发行人物质技术条件取得，不属于职务发明。上述第 3

项至第 9 项专利系在汪良恩与原单位终止劳动关系一年后申请，且发明人具备

独立研发能力，故该类专利不属于职务发明。 

存在潜在涉诉可能的专利技术效果及替代方案如下： 

序

号 

专利名

称 
技术效果 替代方案 

1 

一种汽

车整流

芯片 

本实用新型提供的汽车整流芯片，由于其整流基材的整体无边角，

因此电流流动过程中没有向边角集中的情况发生，其电流分布均

匀，避免了现有的正方形和正六边形的汽车整流芯片由于边角处电

流集中而发生芯片边角处被提前击穿而失效的情况，提高了汽车整

- 
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流芯片的抗反向电流的能力，提高了汽车整流芯片的可靠性能，保

证了汽车整流芯片的使用寿命长。并且，对于限定直径的圆柱型的

汽车整流二极管内部封装的芯片来说，正方形和正六边形的汽车整

流芯片的对角线大小等同于圆形芯片的直径，在限定圆形直径的汽

车整流二极管内，汽车整流芯片的有效焊接面积大，提升了汽车整

流芯片通过电流的能力。 

2 

半导体

晶圆清

洗装置 

本实用新型所提供的半导体晶圆清洗装置，在溢流清洗槽底部设置

了中空面板，通过中空面板的多个均匀分布的出气口将通入其内部

的气体排放到所述溢流清洗槽的纯水中，从而使得晶圆在溢流清洗

时得到了充分的搅拌，能够使晶圆上的杂质尽快溶解于纯水中并随

纯水流走，从而缩短了清洗时间，节约了纯水的用量。同时，气体

的导入在纯水和空气之间形成的气膜，阻挡了空气中的二氧化碳溶

解于水而形成低浓度的碳酸，起到了氮封的作用，抑制了水阻的降

低，使得晶圆溢流清洗时的水阻较快的达到了 17MΩ/CM 以上，从而

能够快速地达到理想的超高洁净度清洗效果，进一步的缩短了清洗

时间，节约了纯水的用量。 

目前新的生产设备

中已自带自动升降

提刷装置，本专利

目前不再具有应用

场景。 

3 

一种芯

片镀层

装置 

本实用新型的芯片镀层装置通过驱动件带动旋转杆，再通过旋转杆

带动能够放置芯片的网状容器转动，使芯片的运动规律化，所以提

高了芯片运动的平稳性，保证了芯片镀层的均匀性，同时上述网状

容器转动的过程中镀层溶液内不会鼓泡，减小了对镀层溶液反应温

度的影响，进而提高了芯片的返工重镀质量。 

本专利仅应用于极

少量的晶粒镀镍过

程，可采取人工网

兜镀镍的方式替

代。 

4 
晶圆刻

蚀装置 

本实用新型所提供的晶圆刻蚀装置，包括可承载晶圆的载体以及位

于所述载体以及晶圆底部的传动装置，由于传动装置能够带动晶圆

匀速转动，因此，就相当于将晶圆放置在流动的刻蚀溶液中，这样

与晶圆反应后的废弃溶液就能够及时流动更新，从而提高了生产效

率，缩短了生产周期；并且，由于晶圆与刻蚀溶液相对匀速运动，

因此，晶圆各个区域的反应速度趋于一致，从而达到保证晶圆沟槽

刻蚀均匀性的目的。 

目前新的生产设备

中已自带蚀刻设

备，本专利目前不

再具有应用场景。 

5 

半导体

芯片分

向测试

装置 

本实用新型所提供半导体分向测试装置，不增加新的部件，利用较

浅的放置槽对在其附近的被测芯片的不同面的吸力的不同，留下 P

面朝上的芯片，筛选掉 P 朝下的被测芯片，从而达到了分向的目

的。由于筛选时，只需将被检测芯片放置到所述底座的上表面，以

及摇动所述底座，不用人工分选，因此所述半导体分向测试装置操

作简单，分向速度快，准确度高，因为所述被检测芯片的重量较

轻，只要不受外力的机械压迫，一般不会受到明显的损伤，甚至不

会对所述被测芯片造成损伤。 

目前新的生产设备

中，芯片双头均可

作为测试点，不再

有分向的需求，无

需应用本专利。 

6 

一种晶

圆扩散

用石英

管及其

进气连

接结构 

本实用新型提供的晶圆扩散用石英管，通过取消球磨接头和接口，

直接在石英管尾管上烧制一根较细的小管（即连接管），在使用时

直接将进气管连接在炉管上，彻底改善了由于夹具松动、球磨接口

破裂而导致反应气体泄漏现象，使晶圆扩散工艺控制变得稳定、可

靠。 

目前行业内通常使

用真空泥将球碗和

炉尾接口处密封的

方式达到阻止反应

气体泄漏的效果，

可实现同样的技术

效果。 

7 

一种晶

圆测试

装置 

通过在测试笔的笔头端上设置用于指示测试结果的发光部件，使得

在测试笔在试晶圆时，测试的结果可以直观、醒目的、快速地呈现

在操作者面前，操作者毋须频繁抬头查看测试结果，并对测试结果

判断，有效提高测试效率和准确性，也减少了操作者的疲劳，提高

生产效率。 

目前使用的是自动

联机设备测试，无

需应用本专利，也

可实现同样的技术

效果。 

8 

光刻胶

涂布吸

头及光

刻胶涂

布装置 

本实用新型实施例所提供的光刻胶涂布吸头在用于光刻胶涂布时，

可以利用所述底盘，通过目视的方式对待涂布晶圆的放置位置进行

定位，从而解决了现有技术中涂布时不能通过目视的方式，将晶圆

的中心和涂布吸头的中心重合，使得在光刻胶涂布时，因甩胶过程

中各个位置离心力不均匀而导致光刻胶涂布不均匀，产生边缘锯齿

等现象的问题。 

本专利是人工涂布

的辅助方式，目前

光刻胶涂布已可实

现全自动化，直接

使用机械臂抓取固

定位置晶圆进行涂

布，可实现同样的

技术效果。 

9 
一种半

导体晶

本实用新型实施例提供的一种半导体晶圆的定位装置，通过在定位

凹槽内设置尺寸和形状均与所述晶圆相同的定位线槽，只需要在加

本专利是人工定位

的辅助方式，目前
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圆的定

位装置 

工第一片晶圆时，将光罩片与定位凹槽固定，后续更换晶圆时不需

要再次对线，无需人工多次对线，提高定位准确度，有效提高生产

效率，抽真空部件与所述定位凹槽相连，在放入所述晶圆时，抽空

所述晶圆和所述光罩片两者之间的空气，以使所述光罩片与所述晶

圆紧密贴合，进一步固定所述光罩片与所述晶圆的相对位置，避免

在曝光过程中的微小偏移，保证了曝光后产品外观的一致性。 

晶圆定位已可实现

设备全自动定位对

线曝光，较人工速

度更快、精度更

高，可实现同样的

技术效果。 

上述 9 项实用新型的申请时间距今已近 10 年，系发行人设立初期所研发的

技术方案，大多现已不再使用，且保护期限即将届满。即使上述 9 项实用新型

出现权属纠纷且出现不利于发行人的判决结果，发行人亦可采用上述替代方案

实现相同或相近的技术效果，且不会改变芯片的功能及特性，故不会对发行人

的财务状况、生产经营、业务发展、核心技术造成重大不利影响。 

（七）请发行人律师结合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试

行）》第十二条第（三）项的规定，对上述事项进行核查，并结合充分、独

立、客观的内外部证据发表明确意见。 

1、核查程序 

本所律师主要履行了以下核查程序： 

（1）查阅汪良恩与扬杰科技签订的《合作协议》、《股权转让协议》、汪

良恩与杰利半导体签订的《协议书》、《请假条》、《离职申请》、《辞职

函》、扬杰科技公开披露的《招股说明书》、《关于公司设立以来股本演变情

况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》、扬州市邗江区人民法

院（2014）扬邗民初字第 1769 号《民事判决书》、杰利半导体发放给汪良恩的

工资明细、杰利半导体为汪良恩缴纳的社会保险缴费明细并询问汪良恩，对其

自杰利半导体的离职时间进行实质判断； 

（2）取得天津长威科技有限公司出具的《情况说明》、访谈上海海湾原总

经理、查阅扬杰科技《关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监

事、高级管理人员的确认意见》并询问汪良恩，了解其工作履历及在原任职单

位的主要职责，了解其在杰利半导体的工作内容、工作职责； 

（3）查阅发行人工商登记资料、发行人项目立项文件、发行人高新技术企

业认定申报材料及相关发明人的简历，了解发行人当时是否具备物质技术条件

及是否开展了研发活动；询问相关发明人，了解相关专利技术的研发过程，包
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括研发时间、参与人员、技术保护措施，是否为原始创新或集成了其他竞争对

手的技术进行二次创新； 

（4）询问发行人相关人员，了解相关发明专利对应的产品范围、是否为核

心技术对应的专利、在发行人核心技术体系、产品或服务中的重要程度、发行

人其他产品及在研技术与涉诉专利是否相同或相似、是否可能应用涉诉专利技

术、是否涉及发行人的底层核心技术、是否存在替代方案及替代方案的产品效

果；获取相关发明专利对应的产品收入，测算发行人如最终败诉可能承担的赔

偿金额； 

（5）查阅（2022）皖 01 民初 85 号、86 号案件的相关诉讼文书，了解相

关案件基本情况；结合《专利法》、《专利法实施细则》等相关法律规定及相

关司法解释、权威裁判指南、最高人民法院指导性案例，检索涉诉专利的相关

专利文献，分析涉诉专利与汪良恩在杰利半导体承担的本职工作或分配的任务

是否有关，对相关专利的权利归属进行实质判断；查阅合肥市中级人民法院

（2022）皖 01 民初 85 号、86 号《民事判决书》，了解法院对相关事实的认定

情况及判决情况；查阅杰利半导体提交的上诉状； 

（6）检索国家知识产权局官网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等

相关网站并通过 12368 诉讼服务热线致电发行人所在地对专利纠纷案件有管辖

权的人民法院，查询是否存在以发行人为被告的其他专利侵权案件。 

2、核查结论 

经核查，本所律师认为： 

（1）涉诉产品范围的确定依据准确、客观；发行人未开展与涉案专利相同

或相似的在研技术，未应用涉案专利技术； 

（2）两项涉案专利技术属于原始创新，不存在集成其他竞争对手的技术进

行二次创新的情形； 

（3）两项涉案专利与汪良恩在杰利半导体处的本职工作并不相关，不属于

杰利半导体的职务发明，认定依据充分； 



                                                                                                                    补充法律意见书（三） 

8-3-26 

（4）发行人尚未应用涉案专利 1 的专利技术形成产品，故不存在现有产

品，亦无需替代方案；涉案专利 2 具有替代方案，使用替代方案生产出的产品

在功能上能够完全替代现有产品，该替代方案并非在涉案专利 2 的基础上形

成，不存在潜在侵权风险，可完全替代涉诉专利； 

（5）光阻法 GPP 芯片设计制造技术系发行人功率半导体芯片的底层核心技

术；涉诉及潜在涉诉专利纠纷均不涉及发行人的底层核心技术，不会对发行人

财务状况、生产经营、业务发展、核心技术等构成重大不利影响。 

综上，本所律师认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大

权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经

或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项；符合《科创板首

次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条第（三）项的规定。 

问题 9.关于实际控制人 

根据首轮问询回复及投诉举报：（1）实际控制人汪良美控制的安徽恒生

科技发展集团有限公司因犯串通投标罪，于 2020 年 10 月 31 日被安徽省青阳

县人民法院判处罚金三十万元；（2）根据（2014）扬邗民初字第 1769 号民事

判决书，实际控制人汪良恩侵害了扬州杰利半导体有限公司的商业秘密。 

请发行人说明：结合上述民事、刑事案件的判决内容及执行情况，说明发

行人、实际控制人是否存在因相关案件被继续追诉或受到行政处罚风险，是否

构成刑事犯罪或重大违法违规行为，及对本次发行上市是否构成实质障碍。 

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。 

回复： 

（一）结合上述民事、刑事案件的判决内容及执行情况，说明发行人、实

际控制人是否存在因相关案件被继续追诉或受到行政处罚风险，是否构成刑事

犯罪或重大违法违规行为，及对本次发行上市是否构成实质障碍。 

1、上述民事、刑事案件的判决内容及执行情况 

（1）上述民事案件的判决内容及执行情况 
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经查阅（2014）扬邗民初字第 1769 号《民事判决书》，本案判决内容为：

“一、被告汪良恩、被告安芯有限于本判决发生法律效力之日起两年内停止使

用原告扬州杰利半导体有限公司的客户信息、产品信息，并停止以低于原告扬

州杰利半导体有限公司的价格向属于原告的客户报价、销售相同类型的产品；

二、被告汪良恩于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告扬州杰利半导体

有限公司赔偿款 500,000 元，被告安芯有限承担连带责任；三、驳回原告扬州

杰利半导体有限公司的其他诉讼请求。” 

本案判决生效后，根据该生效判决第一项，汪良恩及发行人应于判决生效

后两年内停止使用杰利半导体的客户信息、产品信息，并停止以低于杰利半导

体的价格向属于原告的客户报价、销售相同类型的产品。该项判决内容系判令

汪良恩及发行人履行不作为义务，判决生效至今业已超过两年，汪良恩及发行

人均不存在违反该项判决的情形，该项判决实际已经履行完毕，客观上已不存

在杰利半导体于该期限届满后再申请强制执行的问题。 

根据该生效判决第二项，汪良恩应于判决生效之日起 10 日内支付杰利半导

体赔偿款 50 万元，发行人承担连带责任。而根据亦已生效的（2016）皖 17 民

终 422 号《民事判决书》，扬州扬杰电子科技股份有限公司（杰利半导体的母

公司）应于判决生效之日起 10 日内支付汪良恩股权转让款 182 万元。判决生效

后，双方均未申请强制执行。根据当时适用的《民事诉讼法》（2012 年修订）

第 239 条的规定，当事人申请强制执行的期间为二年。由于上述判决均已发生

法律效力且均已超过两年期限，故截至目前，双方均已超过申请强制执行期

限。 

（2）上述刑事案件的判决内容及执行情况 

经查阅青阳县人民法院（2020）皖 1723 刑初 69 号《刑事判决书》，本案

判决内容为：“一、被告单位安徽恒生科技发展集团有限公司犯串通投标罪，

判处罚金三十万元。（罚金已缴纳）二、被告人吴双凤犯伪造国家机关公文、

印章罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓

刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。三、被告人王敬玉犯伪造

国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民
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币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被

告人王成犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并

处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴

纳）。” 

截至本补充法律意见书出具之日，被告单位及各被告人均已缴纳罚金；被

告人吴双凤目前尚处于缓刑考验期；被告人王敬玉、王成缓刑考验期满，原判

的刑罚不再执行。 

2、发行人、实际控制人是否存在因相关案件被继续追诉或受到行政处罚风

险，是否构成刑事犯罪或重大违法违规行为，及对本次发行上市是否构成实质

障碍 

关于（2014）扬邗民初字第 1769 号民事案件，如上所述，第一项判决实际

已经履行完毕，第二项判决因已超过申请强制执行期限，故发行人、实际控制

人不存在因本案被继续追诉的风险。 

根据当时适用的《反不正当竞争法》（1993 年 12 月 1 日施行）第二十五

条：违反本法第十条规定侵犯商业秘密的，监督检查部门应当责令停止违法行

为，可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款；第三条：县级以上人

民政府工商行政管理部门对不正当竞争行为进行监督检查。根据池州市市场监

督管理局出具的证明，发行人、汪良恩、汪良美报告期内均不存在因违反工商

行政管理法律法规而受到行政处罚的情形。 

关于（2020）皖 1723 刑初 69 号刑事案件，发行人并非该起案件的被告单

位，汪良恩、汪良美既非该起案件的被告人，亦非该起案件中被告单位直接负

责的主管人员或直接责任人员，对被告单位恒生科技的犯罪行为不负有刑事责

任。经访谈上述刑事案件的辩护律师、被告人并检索中国执行信息公开网、中

国裁判文书网等相关网站，上述《刑事判决书》作出后，在法律规定的上诉和

抗诉期内，被告单位及各被告人均未提出上诉、检察院未提出抗诉，青阳县人

民法院作出的（2020）皖 1723 刑初 69 号《刑事判决书》是终审判决。故发行

人、实际控制人不存在因本案被继续追诉的风险。 
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根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条：串通投标的处罚对象为

投标人及单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员。发行人并非上述串通

投标的投标人，汪良恩、汪良美亦非串通投标行为直接负责的主管人员或其他

直接责任人员，均不属于本条的处罚对象。根据池州市市场监督管理局出具的

证明，发行人、汪良恩、汪良美报告期内均不存在因违反工商行政管理法律法

规而受到行政处罚的情形。根据池州市公共资源交易管理中心出具的证明，汪

良恩、汪良美报告期内均不存在因违反招标投标管理法律法规而受到行政处罚

的情形。 

根据池州市公安局开发区分局开发区派出所出具的《无违法犯罪记录证

明》、《无立案侦查证明》：在其辖区内未发现发行人、汪良恩、汪良美违法

犯罪记录或被司法机关立案侦查的记录。 

综上，发行人、实际控制人不存在因相关案件被继续追诉或受到行政处罚

风险，不构成刑事犯罪或重大违法违规行为，对本次发行上市不构成实质障

碍。 

（二）请发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见 

1、核查程序 

（1）检索中国裁判文书网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网，查

阅（2014）扬邗民初字第 1769 号《民事判决书》、青阳县人民法院（2020）皖

1723 刑初 69 号《刑事判决书》及相关法律法规规定，访谈相关案件代理律

师、被告人及汪良恩、汪良美，了解案件基本情况、判决内容及执行情况； 

（2）取得池州市公安局开发区分局开发区派出所出具的发行人、汪良恩、

汪良美不存在违法犯罪记录或被立案侦查记录的《无违法犯罪记录证明》、

《无立案侦查证明》； 

（3）取得池州市市场监督管理局出具的发行人、汪良恩、汪良美不存在因

违反工商行政管理法律法规受到行政处罚的《证明》；检索中国裁判文书网、

中国执行信息公开网、中国市场监管行政处罚文书网等网站，查询发行人、汪

良恩、汪良美是否存在因违反工商行政管理法律法规受到行政处罚的情况； 
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（4）取得池州市公共资源交易管理中心出具的汪良恩、汪良美不存在因违

反招标投标管理法律法规受到行政处罚的《证明》；检索中国裁判文书网、中

国执行信息公开网等网站，查询汪良恩、汪良美是否存在因违反招标投标管理

法律法规受到行政处罚的情况。 

2、核查结论 

经核查，本所律师认为，发行人、实际控制人不存在因相关案件被继续追

诉或受到行政处罚风险，不构成刑事犯罪或重大违法违规行为，对本次发行上

市不构成实质障碍。 

问题 10.1 关于股东 

根据首轮问询回复：发行人最近一年新增 6 名股东，经核查新增股东的出

资凭证及对新增股东的访谈，确认新增股东的出资来源均为自有资金，不存在

股份代持、信托持股或其他利益安排，不存在利益输送。 

请保荐机构、发行人律师说明：前述股权转让、增资支付凭证的具体类

型，是否为银行转账记录之外的其他资料，发表上述结论是否已取得充分的外

部凭证。 

回复： 

（一）发行人最近一年新增股东的履历及资金来源 

发行人最近一年新增 6 名股东，其中合肥锐阿、赣州悦时为合伙企业股

东，钱雪梅、黄淑婉、石晓文、方月琴为自然人股东，具体情况如下： 

1、合肥锐阿 

合肥锐阿的基本情况如下： 

名称 合肥锐阿股权投资合伙企业（有限合伙） 

统一社会信用代码 91340104MA2W4T1H6K 

主要经营场所 安徽省合肥市蜀山区笔架山街道祁门路1688号兴泰金融广场601室 

执行事务合伙人 卢晓生 

认缴出资 1,410万元 
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成立日期 2020年8月25日 

合伙期限 2020年8月25日至2025年8月25日 

经营范围 股权投资 

股权结构 

序号 合伙人名称 合伙人类型 
出资额 

（万元） 

出资比例

（%） 

1 蔡倩 有限合伙人 350 24.82 

2 火娟 有限合伙人 250 17.73 

3 张先锋 有限合伙人 160 11.35 

4 廖润华 有限合伙人 150 10.64 

5 谢书云 有限合伙人 100 7.09 

6 袁振华 有限合伙人 100 7.09 

7 谢超群 有限合伙人 100 7.09 

8 罗岗 有限合伙人 100 7.09 

9 卢晓生 普通合伙人 100 7.09 

合计 1,410 100.00 
 

合肥锐阿目前持有公司 620,000 股股份，占公司发行前总股本的 2.04%，

各合伙人的间接持股数、间接持股比例及对应的投资款如下： 

姓名 间接持股数（股） 间接持股比例（%） 入股单价（元） 对应投资款（元） 

蔡倩 153,884.00  0.5059 22.652 3,485,780.37  

火娟 109,926.00  0.3614 22.652 2,490,043.75  

张先锋 70,370.00  0.2314 22.652 1,594,021.24  

廖润华 65,968.00  0.2169 22.652 1,494,307.14  

谢书云 43,958.00  0.1445 22.652 995,736.62  

袁振华 43,958.00  0.1445 22.652 995,736.62  

谢超群 43,958.00  0.1445 22.652 995,736.62  

罗岗 43,958.00  0.1445 22.652 995,736.62  

卢晓生 43,958.00  0.1445 22.652 995,736.62  

根据上述人员填写的《间接自然人股东情况核查表》，上述人员的基本信

息、近 5年的工作履历及主要投资经历如下： 

（1）蔡倩：女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

370523198811******。2015 年 7 月至 2018 年 10 月，任华夏认证中心有限公司
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大数据分析员；2016 年至今，任喀什金威达信息技术有限公司监事；2018 年

10 月至 2019 年 6 月，任北京新荣拓展投资管理有限公司助理研究员；2019 年

7 月至 2020 年 11 月，任嘉兴华育股权投资有限公司行政总监；2020 年 11 月至

今，任北京新荣拓展投资管理有限公司助理研究员。除合肥锐阿外，截至目

前，其名下还持有杭州瞩日能源科技有限公司、宿迁浑璞六期集成电路产业基

金（有限合伙）、宿迁浑璞浑金三号投资中心（有限合伙）、青岛科瑞企业管

理中心（有限合伙）、青岛哲璞产业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区君

璞然创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥璞然集成电路股权投资合伙企业

（有限合伙）、苏州工业园区储芯创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥尼西

股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瞩日企业管理合伙企业（有限合伙）、

张家港金慧功放创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥芥菜子股权投资合伙企

业（有限合伙）、苏州璞澄创业投资合伙企业（有限合伙）股权/合伙份额。 

（2）火娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

321088197901******。2016 年至今，任成都金泽酒店用品有限公司副总经理。

除合肥锐阿外，截至目前，其名下还持有成都金泽酒店用品有限公司、合肥尼

西股权投资合伙企业（有限合伙）股权/合伙份额。 

（3）张先锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

340103197002******。2016 年至今，任合肥通旺机电设备有限公司执行董事兼

总经理；2019 年至今，任安徽新再灵科技有限公司董事长兼总经理。除合肥锐

阿外，截至目前，其名下还持有合肥通旺机电设备有限公司、安徽新再灵科技

有限公司、合肥光与盐股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥尼西股权投资合

伙企业（有限合伙）、上海韵联企业管理中心（有限合伙）股权/合伙份额。 

（4）廖润华：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

450303196901******。2015 年至 2018 年，任上海融欧股权投资基金管理有限

公司董事；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任中融国际信托有限公司资本运营部

副总经理；2017 年 8 月至 2018 年 6 月，任五牛股权投资基金管理有限公司资

本运营部副总经理；2018 年 6 月至今，任上海嘉骨佳餐饮管理有限公司执行董

事；2019 年至 2021 年，任上海骨气鼓气餐饮管理有限公司监事；2019 年至
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今，任上海天润泽峰企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年至

今，任上海宠粉世家文化传播有限公司监事。除合肥锐阿外，截至目前，其名

下还持有上海宠粉世家文化传播有限公司、上海天润泽峰企业管理中心（有限

合伙）股权/合伙份额。 

（5）谢书云：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

342122196411******。2015 年至 2019 年，任云南三顺企业管理有限公司执行

董事；2016 年至 2020 年 3 月，任深圳三顺纳米新材料有限公司执行董事、总

经理；2020 年 4 月至 2021 年 9 月，自由职业。除合肥锐阿外，截至目前，其

名下还持有合肥尼西股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额。 

（6）袁振华：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

320683198112******。2014 年至今，任千百度（南京）网络科技有限公司董事

长；2015 年至今，任千百度国际控股有限公司董事；2016 年至今，任江苏鸿国

文化产业有限公司董事；2016 年至今，任鸿国实业集团有限公司董事；2019 年

6 月至今，任美鸿鞋业有限公司董事长；2020 年至今，任江苏美嘉鞋业有限公

司董事长；2010 年至今，任徐州千百度鞋业有限公司董事长；2021 年至今，任

东莞美丽华鞋业有限公司董事长；2017 年至今，任笙曼商贸（江苏）有限公司

董事；2016 年至今，任英哈玩具贸易（南京）有限公司总经理。除合肥锐阿

外，截至目前，其名下还持有合肥尼西股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份

额。 

（7）谢超群：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

342122197110******。2016 年至 2020 年 3 月，任深圳三顺纳米新材料有限公

司副总经理；2020 年 4 月至今，自由职业。除合肥锐阿外，截至目前，其名下

还持有合肥尼西股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额。 

（8）罗岗：男，中国国籍，拥有英国永久居留权，身份证号码为

511121197904******。2014 年至 2016 年，任上海雾博信息科技有限公司华南

区总经理；2016 年至 2017 年 7 月，任滴滴出行科技有限公司汽油加油业务负

责人；2017 年 7 月至 2020 年 7 月，任空中客车中国企业管理服务有限公司创

新中心 CEO。除合肥锐阿外，截至目前，其名下还持有合肥芥菜子股权投资合
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伙企业（有限合伙）合伙份额。 

（9）卢晓生：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

320622197601******。2015 年至今，任安徽三赢生态农业股份有限公司副董事

长；2016 年至今，任博瑞特热能设备股份有限公司董事；2016 年至今，任同庆

楼餐饮股份有限公司监事会主席；2016 年至今，任中水三立数据技术股份有限

公司董事；2016 年至今，任安徽火花科技创业投资有限公司董事；2016 年至

今，任合肥火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理；2017 年至今，任宣城

火花科技创业投资有限公司总经理；2018 年至今，任安徽睿极智能科技有限公

司董事；2018 年至今，任上海学无国界股份有限公司董事；2018 年至今，任苏

州泛函信息科技有限公司监事；2018 年至今，任安徽安龙基因科技有限公司董

事；2021 年至今，任葛洲坝节能科技有限公司董事；2021 年至今，任安徽科幂

仪器有限公司董事；2021 年至今，任量安科技（北京）有限公司董事。除合肥

锐阿外，截至目前，其名下还持有合肥光与盐股权投资合伙企业（有限合

伙）、合肥琴与炉股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥以法莲股权投资合伙

企业（有限合伙）、宣城以利亚股权投资合伙企业（有限合伙）、宣城以便以

谢股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥尼西股权投资合伙企业（有限合

伙）、合肥芥菜子股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额，且均担任执行事

务合伙人。 

合肥锐阿普通合伙人卢晓生系专业投资人，除合肥锐阿外，还投资设立了

7 家同类投资企业并担任执行事务合伙人，其中 2 家单位尚未对外投资，5 家单

位均仅投资一家企业，分别为同庆楼餐饮股份有限公司、湖南中南智能装备有

限公司、无锡天脉聚源传媒科技有限公司、安徽生鲜传奇商业有限公司、国仪

量子（合肥）技术有限公司。根据上述最终持有人的工作履历及投资经历并经

本所律师访谈，本所律师认为，上述人员均拥有专业的投资能力和丰富的投资

经验，具备相应的出资能力，出资来源为自有资金，不存在股份代持或其他利

益安排。 

2、赣州悦时 

赣州悦时的基本情况如下： 
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名称 赣州悦时景晟投资合伙企业（有限合伙） 

统一社会信用代码 91360702MA397WBN4G 

主要经营场所 江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼602-219室 

执行事务合伙人 宁波悦时投资合伙企业（有限合伙）（委托代表：余庆） 

认缴出资 10,000万元 

成立日期 2020年5月14日 

合伙期限 2020年5月14日至2050年5月13日 

经营范围 

一般项目：股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务咨

询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金

融、证券、期货及财政信用业务）。 

股权结构 

序

号 
合伙人名称 合伙人类型 

出资额（万

元） 

出资比例

（%） 

1 蔡权 有限合伙人 5940 59.40 

2 蔡炳育 有限合伙人 3960 39.60 

3 

宁波悦时投资

合伙企业（有

限合伙） 

普通合伙人 100 1.00 

合计 10,000 100.00 
 

经核查，赣州悦时属于私募投资基金，已按《私募投资基金监督管理暂行

办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定完成私募

基金备案和私募基金管理人登记备案手续。赣州悦时的备案情况如下： 

基金

名称 

基金编

号 
成立时间 备案时间 

基金

类型 
基金管理人 

管理

类型 

托管

人名

称 

运作

状态 

赣州

悦时 
SLC957 

2020 年 5

月 14 日 

2020 年 6

月 2 日 

股权

投资

基金 

宁波悦时投资合

伙企业（有限合

伙） 

受托

管理 
- 

正在

运作 

赣州悦时的基金管理人宁波悦时投资合伙企业（有限合伙）的登记情况如

下： 

登记编号 登记时间 机构类型 管理的基金 

管理的基

金运作状

态 

P1069546 
2019 年 2月

26 日 

私募股权、创业

投资基金管理人 

赣州悦时景顺投资合伙企业

（有限合伙） 
正在运作 

赣州悦时 正在运作 
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赣州悦时景明投资合伙企业

（有限合伙） 
正在运作 

合肥悦时景朗股权投资合伙

企业（有限合伙） 
正在运作 

嘉兴悦时景和股权投资合伙

企业（有限合伙） 
正在运作 

合肥悦时景晖股权投资合伙

企业（有限合伙） 
正在运作 

赣州悦时目前持有公司 650,477 股股份，占公司发行前总股本的 2.14%，

各合伙人的间接持股数、间接持股比例及对应的投资款如下： 

姓名 间接持股数（股） 间接持股比例（%） 入股单价（元） 对应投资款（元） 

蔡权 386,383.34  1.2703% 23.06 8,909,999.77  

蔡炳育 257,588.89  0.8469% 23.06 5,939,999.85  

高新 6,504.12  0.0214% 23.06 149,985.00  

余庆 0.65  0.0000% 23.06 15.00  

根据上述人员填写的《间接自然人股东情况核查表》，上述人员的基本信

息、近 5年的工作履历及主要投资经历如下： 

（1）蔡权：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

440306196308******。2016 年 1 月至今，任深圳市中投投资控股有限公司执行

董事、总经理。蔡权持有深圳市中投投资控股有限公司 99%股权。深圳市中投

投资控股有限公司成立于 2005 年，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行

申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）经济信息咨询

和投资咨询（不含限制项目）；房地产经纪。深圳市中投投资控股有限公司对

外投资的公司包括：深圳市联城投资控股有限公司、深圳市联投置地有限公

司、深圳市朗日实业发展有限公司、汩鸿（上海）环保工程设备有限公司等。 

（2）蔡炳育：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

440304198010******。2016 年 1 月至今，任深圳市中投投资控股有限公司副总

裁。蔡炳育持有深圳市中投投资控股有限公司 1%股权。 

（3）高新：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

310104196610******。2016 年 1 月至 2017 年 3 月，任长盛基金管理有限公司

董事长；2017 年 4 月至 2017 年 9 月，自由职业；2017 年 9 月至今，任上海语
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石企业管理咨询有限公司总经理；2017 年 11 月至今，任宁波悦时投资合伙企

业（有限合伙）合规风控负责人。除赣州悦时外，截至目前，其名下还持有上

海语石企业管理咨询有限公司、宁波马扎罗投资管理有限责任公司、合肥中科

光博量子科技有限公司、合肥布谷小溪企业咨询有限责任公司、宁波悦时投资

合伙企业（有限合伙）、赣州悦时景顺投资合伙企业（有限合伙）、赣州语晟

投资合伙企业（有限合伙）、合肥悦时景晖投资合伙企业（有限合伙）、上海

紫竹小苗朗锐私募投资基金合伙企业（有限合伙）股权/合伙份额。 

（4）余庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为

310104196610******。2003 年至今，任合肥汇测电子有限公司执行董事兼总经

理；2013 年 1 月至今，任合肥积善电子科技有限公司执行董事兼总经理；2016

年至今，任合肥市太泽透平技术有限公司董事；2017 年 9 月至今，任宁波马扎

罗投资管理有限责任公司执行董事兼总经理；2021 年至今，任合肥布谷小溪企

业咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2022 年至今，任安徽积算信息科技有

限公司执行董事兼总经理。除赣州悦时外，截至目前，其名下还持有合肥汇测

电子有限公司、合肥积善电子科技有限公司、合肥市太泽透平技术有限公司、

合肥布谷小溪企业咨询有限责任公司、宁波马扎罗投资管理有限责任公司、合

肥悦时景晖股权投资合伙企业（有限合伙）股权/合伙份额。 

赣州悦时属于私募投资基金，不仅投资了发行人，还投资了深圳微品致远

信息科技有限公司、宏晶微电子科技股份有限公司、池州华宇电子科技股份有

限公司和国信优易数据股份有限公司。根据上述最终持有人的工作履历及投资

经历并经本所律师访谈，本所律师认为，上述人员均拥有专业的投资能力和丰

富的投资经验，具备相应的出资能力，出资来源为自有资金，不存在股份代持

或其他利益安排。 

3、钱雪梅 

钱 雪 梅 ： 女 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 为

3426221981128******。目前持有公司 620,000 股股份，占公司发行前总股本的

2.04%，对应的投资款为 1,404.4240 万元。根据其填写的《自然人股东情况核

查表》，其近 5 年的工作履历及主要投资经历如下：2016 年至今，任上海八骏
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包装材料有限公司副总经理；除安芯电子外，截至目前，其名下还持有上海八

骏包装材料有限公司、宁波九格山田股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工

业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波隆华汇博源创业投资合伙

企业（有限合伙）股权/合伙份额。根据其工作履历及投资经历，其拥有专业的

投资能力和丰富的投资经验；经核查其入股前三个月的资金流水并经本所律师

访谈，本所律师认为，其具备相应的出资能力，出资来源为其自有资金，不存

在股份代持或其他利益安排。 

4、黄淑婉 

黄 淑 婉 ： 女 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：

342523199503******。目前持有公司 650,477 股股份，占公司发行前总股本的

2.14%，对应的投资款为 1,500 万元。黄淑婉系安徽本地某上市公司实际控制人

之女，根据其填写的《自然人股东情况核查表》，其近 5 年的工作履历及主要

投资经历如下：2021 年 12 月至今，任该上市公司董事长助理。经核查其入股

前三个月的资金流水并经本所律师访谈，本所律师认为，其具备相应的出资能

力，出资来源为其自有资金，不存在股份代持或其他利益安排。 

5、石晓文 

石 晓 文 ： 男 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：

342301196805******。目前持有公司 200,000 股股份，占公司发行前总股本的

0.66%，对应的投资款为 461.2 万元。根据其填写的《自然人股东情况核查

表》，其近 5 年的工作履历及主要投资经历如下：2017 年至今，任宁波马扎罗

投资管理有限责任公司监事；2017 年至今，任安徽皖通科技股份有限公司交通

工程事业部总经理、省外区域总经理；2017 年至今，任重庆皖通科技有限责任

公司董事长、法定代表人。除安芯电子外，截至目前，其名下还持有合肥市太

泽透平技术有限公司、上海语石企业管理咨询有限公司、合肥悦时景晖股权投

资合伙企业（有限合伙）、赣州悦时景顺投资合伙企业（有限合伙）股权/合伙

份额。根据其工作履历及投资经历，其拥有专业的投资能力和丰富的投资经

验；经核查其入股前三个月的资金流水并经本所律师访谈，本所律师认为，其
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具备相应的出资能力，出资来源为其自有资金，不存在股份代持或其他利益安

排。 

6、方月琴 

方 月 琴 ： 女 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ：

342530198202******。目前持有公司 100,000 股股份，占公司发行前总股本的

0.33%，对应的投资款为 80 万元。根据其填写的《自然人股东情况核查表》，

其近 5 年的工作履历及主要投资经历如下：2013 年 5 月至 2016 年 10 月，任安

芯有限财务副经理；2016 年 12 月至今，任安芯电子财务总监；2020 年 1 月至

今，任安芯电子副总经理。经核查其入股前三个月的资金流水并经本所律师访

谈，本所律师认为，其具备相应的出资能力，出资来源为其自有资金，不存在

股份代持或其他利益安排。 

综上，本所律师认为，发行人最近一年新增股东的出资来源均为自有资

金。 

（二）前述股权转让、增资支付凭证的具体类型，是否为银行转账记录之

外的其他资料，发表上述结论是否已取得充分的外部凭证 

1、前述 6名股东的股权转让、增资支付凭证均为银行转账记录； 

2、经核查，上述新增股东均具备相应的出资能力，出资来源均为自有资

金，不存在股份代持、信托持股或其他利益安排，不存在利益输送；发表上述

结论已取得充分的外部凭证。 

问题 10.2 关于员工保护 

根据首轮问询回复：报告期末，发行人在职员工人数为 637 人、770 人、

807 人，未缴纳社保人数为 113 人、65 人、64 人，未缴纳公积金人数为 318

人、68 人、64 人，主要系多数人员处于试用期所致。 

请保荐机构、发行人律师说明：发行人未完整缴纳社保和住房公积金的情

况是否符合法律法规的要求，相关员工是否就前述事项与发行人存在纠纷或潜

在纠纷，是否存在被相关部门追责处罚的风险。 
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回复： 

（一）发行人未完整缴纳社保和住房公积金的情况是否符合法律法规的要

求 

发行人未完整缴纳社保和住房公积金的主要原因系多数人员处于试用期所

致。根据《中华人民共和国社会保险法》第五十八条“用人单位应当自用工之

日起 30 日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记”及《住房公

积金管理条例》第十五条“单位录用职工的，应当自录用之日起 30 日内向住房

公积金管理中心办理缴存登记，并办理职工住房公积金账户的设立或者转移手

续”的规定，发行人未为试用期员工缴纳社保和公积金，不符合相关法律法规

的要求。 

截至 2021 年 12 月末，发行人未缴纳社保和公积金的人员均为 64 人；其中

12 人为退休返聘，无需缴纳；2 人因个人原因主动选择自行缴纳；剩余 50 人因

处于试用期未缴纳。截至本补充法律意见书出具之日，前述剩余 50 人中有 27

人已离职，另外 23 人已全部缴纳社保和公积金。 

根据发行人及其子公司所在地社保和住房公积金主管部门出具的证明，截

至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因未完整缴纳社保和公积金受到

相关部门行政处罚的情形。本所律师认为，上述情形不属于重大违法违规行

为。 

（二）相关员工是否就前述事项与发行人存在纠纷或潜在纠纷，是否存在

被相关部门追责处罚的风险 

根据池州市劳动人事争议仲裁院、济南市章丘区劳动人事争议仲裁委员会

出具的证明并经本所律师查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网等相关网

站，截至本补充法律意见书出具之日，发行人就前述事项与相关员工之间不存

在任何劳动纠纷。 

根据发行人及其子公司所在地社保和住房公积金主管部门出具的证明，截

至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因未完整缴纳社保和公积金受到

相关部门行政处罚的情形。 
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本所律师认为，发行人因前述事项被相关部门追责处罚的风险较小。就前

述事项存在的潜在纠纷及被相关部门追责处罚的风险，公司控股股东、实际控

制人汪良恩、汪良美已出具相应承诺，保证发行人不会因此遭受任何损失，故

前述事项不会对本次发行上市构成实质障碍。 

（以下无正文） 
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